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包括基片集成波导的信号装置

(57)摘要

本发明涉及包括基片集成波导的信号装置。

一种说明性的示例电子装置(22)包括基片集成

波导(SIW) (30)，所述基片集成波导包括基片

(26)和基片中的多个导电构件(28)。天线构件

(44)在多个导电构件(28)中的至少一些的附近

至少部分地位于基片(26)中。信号发生器(34)具

有与所述天线构件(44)电耦合的导电输出(38)。

天线构件(44)基于信号发生器组件(34)的操作

将信号辐射进SIW(30)。
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1.一种电子装置（22），包括：

基片集成波导SIW（30），其包括基片（26）和所述基片（26）中的多个导电构件（28）；

天线构件（44），其在所述多个导电构件（28）中的至少一些的附近至少部分地位于所述

基片（26）中；

信号发生器（34），其具有与所述天线构件（44）电耦合的导电输出（38），其中所述天线

构件（44）基于所述信号发生器（34）的操作将信号辐射进所述SIW（30），其中所述信号发生

器（34）包括球栅阵列，所述球栅阵列包括多个焊接球（36、38、40），并且所述导电输出包括

所述焊接球中的至少一个（38）；

焊垫（48），其在所述基片（26）上；

至少一个通孔（46），其形成在所述焊垫（48）和所述天线构件（44）之间的导电连接；并

且

其中所述焊接球中的所述至少一个（38）连接到所述焊垫（48），

其中所述天线构件（44）包括在所述基片（26）上的金属层的一部分。

2.如权利要求1所述的装置，其特征在于

所述多个焊接球中的所述至少一个（38）的材料中的至少一些被回流，以将所述焊垫

（48）连接到所述至少一个焊接球（38）。

3.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述天线构件（44）包括圆形且平坦的盘。

4.如权利要求1所述的装置，其特征在于，

所述SIW（30）的所述多个导电构件（28）分别包括在所述基片（26）中的金属化通孔或者

金属填充通孔；

所述SIW（30）具有在所述天线构件（44）的第一侧上的信号输出方向；

所述装置包括在所述天线构件（44）的第二侧上的在所述基片中的多个后短通孔

（28’）；

所述第二侧的至少一些面向所述信号输出方向的相反方向；以及

所述后短通孔（28’）在所述信号输出方向上反射来自所述天线构件（44）的辐射。

5.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述装置被配置成用于在车辆（20）上使用的

雷达信号发射器。

6.如权利要求1所述的装置，其特征在于，具有使所述天线构件（44）与所述SIW（30）的

所述多个导电构件（28）中的至少一些分离的基片材料。

7.一种制造电子装置（22）的方法，所述方法包括：

将天线构件（44）放置在基片（26）中，其中所述天线构件（44）包括在所述基片（26）上的

金属层的一部分，所述基片包括多个导电构件（28），所述基片（26）和所述多个导电构件

（28）形成基片集成波导SIW（30），所述天线构件（44）在所述多个导电构件（28）中的至少一

些的附近，所述基片（26）包括至少部分地暴露在所述基片（26）的表面上的焊垫（48）以及将

所述焊垫（48）耦合至所述天线构件（44）的导电通孔（46）；

将信号发生器（34）放置成邻近所述基片（26）的在所述天线构件（44）附近的所述表面，

所放置的信号发生器（34）具有包括至少一个焊接球（38）的输出，所述至少一个焊接球（38）

设置成邻近所述基片（26）的所述表面；以及

通过将所述至少一个焊接球（38）连接到所述焊垫（48）而形成在所述至少一个焊接球
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（38）和所述天线构件（44）之间的导电连接，其中所述天线构件（44）基于所述信号发生器

（34）的操作将信号辐射进所述SIW（30）。

8.如权利要求7所述的方法，其特征在于，所述天线构件（44）包括圆形且平坦的盘。

9.如权利要求7所述的方法，其特征在于，

形成所述导电连接包括回流所述至少一个焊接球（38）的至少一些材料，使得所述至少

一些材料与所述焊垫（48）连接。

10.如权利要求7所述的方法，其特征在于，

所述SIW（30）的所述多个导电构件（28）分别包括所述基片中的金属化通孔或者金属填

充通孔；

所述SIW（30）具有在所述天线构件（44）的第一侧上的信号输出方向；

并且其中所述方法包括：

包括在所述天线构件（44）的第二侧上的在所述基片（26）中的多个后短通孔（28’），所

述多个后短通孔用来在所述信号输出方向上反射来自所述天线构件（44）的辐射，所述第二

侧至少部分面向所述信号输出方向的相反方向。

11.如权利要求7所述的方法，包括将所述装置（22）配置成用于在车辆（20）上使用的雷

达信号发射器。

12.如权利要求7所述的方法，包括定位所述天线构件（44）以使基片材料将所述天线构

件（44）与所述SIW（30）的所述多个导电构件（28）中的至少一些分离。

13.一种操作发射器的方法，所述发射器包括：基片集成波导SIW（30），其包括基片（26）

和所述基片中的多个导电构件（28）；天线构件（44），其在所述多个导电构件（28）中的至少

一些的附近至少部分地位于所述基片（26）中，其中所述天线构件（44）包括在所述基片（26）

上的金属层的一部分；以及信号发生器（34），其具有与所述天线构件（44）电耦合的导电输

出（38），其中所述信号发生器（34）包括球栅阵列，所述球栅阵列包括多个焊接球（36、38、

40），并且所述导电输出包括所述焊接球中的至少一个（38）；其中所述基片（26）包括所述基

片（26）上的焊垫（48）以及至少一个通孔（46），所述至少一个通孔（46）形成在所述焊垫（48）

和所述天线构件（44）之间的导电连接；并且其中，所述焊接球中的所述至少一个（38）连接

到所述焊垫（48），所述方法包括：

将来自所述天线构件（44）的信号辐射进所述SIW（30），所述辐射的信号基于所述信号

发生器（34）的操作；以及

从所述SIW（30）传输所述信号。

14.如权利要求13所述的方法，其特征在于，所述多个焊接球中的所述至少一个（38）的

材料中的至少一些被回流，以将所述焊垫（48）连接到所述至少一个焊接球（38）。

15.如权利要求13所述的方法，包括利用所述天线构件（44）与所述导电构件（28）中的

至少一些之间的基片材料来间隔所述天线构件（44）与所述导电构件（28）中的所述至少一

些。

16.如权利要求13所述的方法，包括：

沿着信号输出方向引导所述信号通过所述SIW（30）；

在与所述信号输出方向不同的方向上反射来源于所述天线构件（44）的所述辐射的信

号的一部分；以及
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使所述辐射的信号的被反射的所述部分与沿着所述信号输出方向的信号同相。

17.如权利要求13所述的方法，其特征在于，所述信号是用于检测车辆（20）附近的至少

一个对象的雷达信号。

18.如权利要求13所述的方法，其特征在于，所述天线构件（44）包括圆形且平坦的盘。
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包括基片集成波导的信号装置

背景技术

[0001] 现代的客车正包括越来越多的电子设备。科技的进步使车辆上包含多种系统成为

可能。例如，各种传感器配置已经被开发来向驾驶员提供与车辆周围的环境有关的辅助或

者信息。例如，各种对象检测和感测技术提供了停车辅助和碰撞避免的特征。

[0002] 射频信号技术的进步已使复杂的片上系统集成电路得以发展。环境感测或者通信

所需的功能可以被嵌入集成电路组件中。这种装置的示例用途包括机动车雷达检测系统、

机器人引导系统和Wi‑Fi数据传输。

[0003] 用于信号传输的天线可依据特定的感兴趣的感测或者通信发生变化。例如，低增

益宽带天线被用于Wi‑Fi通信，以及较大的高增益天线通常被用于点对点的数据通信。用于

机动车雷达系统的天线通常落在这两个极端之间。一种已经开发的可用于车载系统的天线

被称为基片集成波导(SIW)。这些装置在车辆环境中是有用的，因为它们通常拥有高效率和

相对较低的成本。

[0004] 与将SIW用于车载感测或通信系统相关的一个挑战是与集成电路组件和SIW之间

的连接相关联的。例如，微带或者共面波导微波传输线可以提供集成电路组件和SIW间的接

口。此类连接包含缺点，诸如需要和对每条传输线而言是独特的场配置相匹配的微波组件。

与此类微波组件相关联的转变增加了微波的损失并且引入了微波反射，其可能会限制带宽

并且影响产生此类系统的能力。当使用微带时，带宽可能会被从集成电路组件连接器穿过

SIW基片到该基片上的金属层的接地连接需求所限制。此类连接通常利用相对较贵的盲孔

工艺制造。

发明内容

[0005] 一种说明性的示例电子装置包括基片集成波导(SIW)，所述基片集成波导包括基

片和基片中的多个导电构件。天线构件在多个导电构件中的至少一些的附近至少部分地位

于基片中。信号发生器具有与天线构件电耦合的导电输出。天线构件基于信号发生器的操

作将信号辐射进SIW。

[0006] 一种制造电子装置的说明性的示例方法包括将天线构件放置在基片中。基片包括

多个导电构件。基片和多个导电构件形成基片集成波导(SIW)。天线构件在导电构件中的至

少一些的附近。信号发生器被放置成邻近天线构件附近的基片表面。信号发生器具有包括

至少一个焊接球的输出，所述输出邻近所述基片表面被接收。形成焊接球和天线构件之间

导电连接，并且天线构件基于信号发生器的操作将信号辐射进SIW。

[0007] 一种操作发射器的说明性示例方法，所述发射器包括：基片集成波导(SIW)，其具

有基片和基片中的多个导电构件；天线构件，其在多个导电构件中的至少一些的附近至少

部分地位于基片中；以及信号发生器，其具有与天线构件电耦合的导电输出，包括将来自所

述天线构件的信号辐射进SIW。辐射的信号基于所述信号发生器的操作。从SIW传输信号。

[0008] 通过以下详细描述，至少一个公开的示例实施例的多个特征和优点对于本领域的

技术人员而言将变得显而易见。伴随所述详细描述的附图可以被简要描述如下。
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附图说明

[0009] 图1以图解方式示出了包含有根据本发明实施例设计的信号装置的车辆。

[0010] 图2以图解方式示出了根据本发明实施例设计的信号装置。

[0011] 图3是沿着图2的线3‑3取得的截面图。

[0012] 图4以图解方式示出了示例天线构件。

[0013] 图5示意性地示出图2和图3示出的示例装置的所选部分。

[0014] 图6是沿着图5中的线6‑6取得的横截面视图。

具体实施方式

[0015] 本发明的实施例提供了一种具有在信号发生器输出和基片集成波导(SIW)之间的

独特连接的信号装置。本发明的实施例消除了信号发生器和SIW之间的互连转变，这使系统

性能最大化的同时复杂度最小化。

[0016] 图1示出包括在22处示意性示出的多个信号装置的车辆20。在一些示例中，信号装

置22被配置为用来基于在24处示意性示出的、由装置22传输的信号而检测车辆20附近的对

象的雷达信号装置。示例信号装置22可用于停车辅助、碰撞避免和客车上的其他对象检测

的特征。

[0017] 基片26包含已知的集成电路基片材料。多种介电材料适合于作为基片26。使多个

导电构件28位于基片26中来构成SIW  30，其可以用作例如微波天线。此示例中的SIW  30具

有由箭头32表示的信号传输的方向。在一个示例中，导电构件28包括基片26中的金属化通

孔。在另一个示例中，导电构件28包括基片26中的金属填充通孔。

[0018] 信号发生器组件34被支撑在基片26上。在这个示例中，信号发生器组件34包括集

成电路，该集成电路被以已知方式配置用于产生期望类型的信号。在这个示例中，信号发生

器组件34包括对于基于无线电的信号而言所需的所有功能，其可用于例如感测和通信。在

一个示例实施例中，信号发生器组件34被配置用于雷达检测信号传输。

[0019] 这个示例中的信号发生器组件34包括球栅阵列，其用于形成与例如基片26上的金

属层的连接。图3在36、38和40处示出了球栅阵列的焊接球中的三个。在这个示例中，焊接球

38提供信号发生器组件34和天线构件44之间的直接的连接，所述天线构件至少部分地位于

基片26中。

[0020] 如图4所示，这个示例中的天线构件44包括诸如金属的导电材料的一般平坦的、一

般为圆形的板。在一些示例中，天线构件44包含印刷在被支撑在基片26上的金属层上的铜

盘。在所示的示例中，通孔46提供了与天线构件44的连接。通孔46和天线构件44的尺寸形成

了所述天线构件的共振频率。

[0021] 参照图5和图6，焊垫48被支撑在基片26上，例如在基片26的一个表面上的金属层

上。在用于将信号发生器组件34安装在基片26上的回流工艺期间，焊接球38与焊垫48相连。

焊接球38、焊垫48和通孔46在天线构件44和信号发生器组件34的操作电路之间提供直接连

接。此类的直接连接不包括或者引入微波损失或微波反射，诸如通常伴随着与微带的连接

的那些微波损失或微波反射。

[0022] 天线构件44基于信号发生器组件34的操作将信号辐射进SIW  30。如从图5所能得

到最好的理解，天线构件44与SIW  30的导电构件28隔开。天线构件44和导电构件28之间至
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少具有一些基片材料。天线构件44的尺寸和其相对于导电构件28的位置可以变化来满足不

同情况下的不同需求。例如，所期望的传输频率和基片材料对天线构件44和导电构件28之

间所期望的关系具有影响。鉴于这样的描述，本领域技术人员将有能力选择合适的尺寸和

材料来满足他们的特定需求。

[0023] 所示示例的一个特征是由多个导电构件28’形成的后短(backshort)。在所示示例

中，三个最右边的导电构件28’(根据附图)形成后短。导电构件28中的一些位于天线构件44

的第一侧上。在32处表示的信号传输的方向在天线构件44的第一侧上。从天线构件44朝向

天线构件44的第一侧辐射的RF信号能量在信号传输方向32上行进。一些RF能量将从天线构

件44朝向天线构件44的不同的第二侧辐射，所述第二侧在与32处所示的信号传输的方向相

反的方向上。后短的导电构件28’反射此类RF能量，并且引导其进入或朝向信号传输的方向

32。在基片26上的用于形成后短的区域的尺寸基于基片材料和由装置22传输的信号的频率

来确定。由后短反射的RF能量优选地与已经在信号传输的方向32上移动的来自天线构件44

的辐射能量同项。用于特定实现的达到来自天线构件44的辐射能量的期望反射所需的在基

片26上的导电构件28’的排布可以被已受益于本描述的本领域的技术人员所确定。

[0024] 所示的示例信号装置22包括信号发生器组件34的球栅阵列和SIW  30的直接连接。

利用所示实施例，不需要从信号发生器组件至平面波导并且然后从平面波导至SIW的引入

损失的传输。由此得知，与以前的信号装置配置相比，所示示例信号装置更有效，并且具有

潜在更广泛的应用。

[0025] 在所示示例中，使用标准的平面印刷电路板技术达成天线构件44的辐射结构，所

以不需要特殊的处理。另外，外部组件是不需要的。相较于之前的配置，所示示例提供了更

低成本的方案。

[0026] 上文描述本质上是示例性的，而不是限制性的。对所公开的示例的不背离本发明

的实质的变化和修改对于本领域技术人员而言可变得显而易见。赋予本发明的法律保护范

围只能由以下权利要求确定。
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